
MCP6486/6R/6U/7/9

EMI フィルタ付き 10 MHz オペアンプ

注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください。

最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います。
特長

• 低静止電流 :
- アンプ 1 回路あたり 720 µA (max.)

• 低入力オフセット電圧 :
- ±1.6 mV (max.)

• 強化された EMI 保護

• 電源電圧レンジ : 1.8 ～ 5.5 V
• ゲイン帯域幅積 : 10 MHz (typ.)
• レールツーレール入出力

• ユニティゲインで安定動作

• 位相反転なし

• 高速な起動

• 小型パッケージ :
- 1 回路入り :  SC70-5、SOT-23-5
- 2 回路入り :  SOIC-8、MSOP-8
- 4 回路入り :  SOIC-14、TSSOP-14

• 拡張温度レンジ :  -40 ～ +125 ℃
• AEC-Q100 認証済み (「製品識別システム ( 車載

対応品 )」参照 )

応用例

• 車載

• 携帯型機器

• 医療診断機器

• アクティブ フィルタ

• センサ コンディショニング

設計支援

• SPICEマクロモデル
• Microchip Advanced Parts Selector (MAPS)
• アナログデモ/評価用ボード

• アプリケーション ノート

起動時間

概要

Microchip 社の MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプ ファ
ミリは単電源で最低 1.8 V まで動作し、静止電流はア
ンプあたり 720 µA 以下と低く抑えられています。本
オペアンプは、低入力オフセット電圧 ( 最大 ±1.6 mV)
とレールツーレール入出力動作をサポートします。加
えて、MCP6486/6R/6U/7/9 はユニティゲインで安定動
作し、10 MHz (typ.) のゲイン帯域幅積を有します。

MCP6486/6R/6U/7/9の強化されたEMI保護性能は、外
部電磁干渉源の影響を抑えます。このため、EMI の影
響を受けやすい電力線、放送局、移動体通信等のアプ
リケーションに最適です。

本製品ファミリは 1 回路入り (MCP6486)、2 回路入り
(MCP6487)、4 回路入り (MCP6489) パッケージで提
供しています。全ての製品は先進の CMOS プロセスで
設計されており、全ての仕様値は拡張温度レンジ
(-40 ～ +125 ℃ ) での値です。
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MCP6486/6R/6U/7/9

1.0 電気的仕様

1.1 絶対最大定格 †

VDD - VSS .....................................................................................................................................................................6 V
アナログ入力ピン電流 (VIN+、VIN-)........................................................................................................................±5 mA
アナログ入力 (VIN+、VIN-)††...................................................................................................VSS - 0.5 V ～ VDD + 0.5 V
アナログ出力 (VOUT) ..............................................................................................................VSS - 0.3 V ～ VDD + 0.3 V
差動入力電圧 .................................................................................................................................................. |VDD - VSS|
出力短絡電流 (Note 1) ..............................................................................................................................................  連続

保管温度 .....................................................................................................................................................-65 ～ +150 ℃
最高接合部温度 (TJ) ............................................................................................................................................. +150 ℃
全ピンの ESD 保護 (HBM/CDM/MM) .............................................................................................  ≧ 4 kV/ 2 kV/ 200 V

Note 1: グランドへ短絡、パッケージあたり 1 アンプ回路

† 注意 : この「絶対最大定格」を超える条件は、デバイスに恒久的な損傷を生じさせる可能性があります。これはス
トレス定格です。本書の動作表に示す条件または上記から外れた条件でのデバイスの運用は想定していません。長期
間にわたる最大定格条件での動作や保管は、デバイスの信頼性に影響する可能性があります。
†† 4.1.2「入力電圧の制限」参照

1.2 仕様

DC 特性

電気的特性 :  特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k(VL に対して )、CL = 30 pF

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

入力オフセット

入力オフセット電圧 VOS -1.6 — 1.6 mV
入力オフセット電圧の温度ドリフ
ト VOS/TA — ±0.6 — µV/ ℃ TA = -40 ～ +125 ℃

電源電圧除去比 PSRR 82 100 — dB
入力のバイアス電流とインピーダンス

入力バイアス電流

IB
— ±1 — pA
— 19 — pA TA = +85 ℃
— 200 — pA TA = +125 ℃

入力オフセット電流 IOS — ±1 — pA
コモンモード入力インピーダンス ZCM — 1013||6 — |pF
差動入力インピーダンス ZDIFF — 1013||2 — |pF
コモンモード

コモンモード入力電圧レンジ

VCMR

VSS - 0.3 — VDD + 0.3
V

VSS - 0.1 — VDD + 0.1 TA= -40 ～ +125 ℃
特性評価により保証

コモンモード除去比 

CMRR

— 125 — dB
VDD = 5.5 V
VCM = -0.1 ～ 4.1 V

66 110 — dB
VDD = 5.5 V
VCM = -0.3 ～ 5.8 V

— 75 — dB
VDD = 1.8 V
VCM = -0.3 ～ 2.1 V
DS20006679B_JP - p. 2   2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries



MCP6486/6R/6U/7/9
開ループゲイン

DC 開ループゲイン ( 大信号 ) AOL 105 130 — dB 0.2 < VOUT < (VDD - 0.2 V)

出力

High レベル出力電圧
VOH

VDD - 10 VDD - 3.5 —
mV

VDD = 5.5 V、RL = 10 k

VDD - 50 VDD - 30 — VDD = 5.5 V、RL = 1 k

Low レベル出力電圧
VOL

— VSS + 3.5 VSS + 10
mV

VDD = 5.5 V、RL = 10 k

— VSS + 30 VSS + 50 VDD = 5.5 V、RL = 1 k

出力短絡電流
ISC

— ±11 — mA VDD = 1.8 V

— ±50 — mA VDD = 5.5 V

電源

電源電圧 VDD 1.8 — 5.5 V
アンプ 1 回路あたりの静止電流 IQ — 550 720 µA IO = 0

起動時間 tstart — 2.3 — µs VDD = 0 ～ 5.5 V

クロストーク — 135 — dB

AC 特性

電気的特性 :  特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k(VL に対して )、CL = 30 pF

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

AC 応答

ゲイン帯域幅積 GBWP — 10 — MHz
位相マージン PM — 60 — ° G = +1 V/V
スルーレート SR — 20 — V/µs VDD = 5.5 V、VIN > 4 V

セトリングタイム

ts

— 0.4 —
µs

0.1% まで、VDD = 5 V、
2 V ステップ、G = +1

— 0.5 —
0.01% まで、VDD = 5 V、
2 V ステップ、G = +1

全高調波歪み + ノイズ

THD + N — 0.002 — %
VDD = 5 V、Vo = 1 VRMS、

G = +1、f = 1 kHz、
計測帯域 = 80 kHz

ノイズ

入力ノイズ電圧 Eni — 3.4 — µVP-P f = 0.1 ～ 10 Hz
入力ノイズ電圧密度 eni

— 16 — nV/Hz f = 1 kHz
— 10 — nV/Hz f = 10 kHz

入力ノイズ電流密度 ini — 0.6 — fA/Hz f = 1 kHz

DC 特性 ( 続き )
電気的特性 :  特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k(VL に対して )、CL = 30 pF

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件
 2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries  DS20006679B_JP - p. 3



MCP6486/6R/6U/7/9
電磁干渉 
除去比

EMIRR

— 30 —

dB

VIN = 100 mVPK、400 MHz

— 45 — VIN = 100 mVPK、900 MHz

— 61 — VIN = 100 mVPK、

1800 MHz

— 82 — VIN = 100 mVPK、

2400 MHz

— 100 — VIN = 100 mVPK、

5800 MHz

表 1-1:   温度仕様

電気的特性 : 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS = GND

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

温度レンジ

動作温度レンジ TA -40 — +125 ℃ Note 1
保管温度レンジ TA -65 — +150 ℃

パッケージ熱抵抗

熱抵抗、5 ピン SC70 JA — 331 — ℃ /W
熱抵抗、5 ピン SOT-23 JA — 221 — ℃ /W
熱抵抗、8 ピン MSOP JA — 206 — ℃ /W
熱抵抗、8 ピン SOIC JA — 150 — ℃ /W
熱抵抗、14 ピン TSSOP JA — 100 — ℃ /W
熱抵抗、14 ピン SOIC JA — 120 — ℃ /W
Note 1: 内部接合部温度 (TJ) は最大絶対定格温度 (+150 ℃ ) を超えない事が必要です。

AC 特性 ( 続き )
電気的特性 :  特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k(VL に対して )、CL = 30 pF

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件
DS20006679B_JP - p. 4   2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries



MCP6486/6R/6U/7/9
2.0 代表性能曲線

Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

2.1 DC 入力

図 2-1:  入力オフセット電圧のヒストグラム

図 2-2:  入力オフセット電圧ドリフトのヒストグラム

図 2-3:  コモンモード入力電圧に対する
             入力オフセット電圧

図 2-4:  コモンモード入力電圧に対する
             入力オフセット電圧

図 2-5:  出力電圧に対する入力オフセット電圧

図 2-6:  電源電圧に対する入力オフセット電圧

Note: 以下の図表は限られたサンプル数に基づく統計的な結果であり、あくまでも情報提供を目的としていま
す。ここに記載する性能特性は検査されておらず保証されません。図表の一部は仕様動作レンジ外で計
測されたデータも含んでいます ( 例 : 仕様レンジ外の電源を使用 )。従って、これらのデータは保証範囲
外です。
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

図 2-7:  コモンモード入力電圧に対する
             入力バイアス / オフセット電流

図 2-8:  周囲温度に対する入力バイアス /
             オフセット電流

図 2-9:  周囲温度に対する CMRR/PSRR

図 2-10:  周囲温度に対する DC 開ループゲイン

図 2-11:  入力電圧 (VSS 未満 ) に対する入力電流
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

2.2 その他の DC 電圧 / 電流

図 2-12:  周囲温度に対する静止電流 

図 2-13:  電源電圧に対する無負荷時電流

図 2-14:  コモンモード入力電圧に対する静止電流

図 2-15:  電源電圧に対する出力短絡電流

図 2-16:  出力電流に対する出力電圧ヘッドルーム

図 2-17:  出力電流に対する出力電圧ヘッドルーム
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

2.3 周波数応答

図 2-18:  周波数と CMRR/PSRR の関係

図 2-19:  周波数に対する開ループゲイン / 位相

図 2-20:  周囲温度に対するゲイン帯域幅積 /
               位相マージン

図 2-21:  周囲温度に対するゲイン帯域幅積 /
               位相マージン

 

図 2-22:  周波数に対する閉ループ出力インピーダンス 

図 2-23:  周波数に対する EMIRR
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

図 2-24:  RF 入力ピークツーピーク電圧に対する
               EMIRR

図 2-25:  周波数に対するチャンネル間分離

図 2-26:  周波数に対する最大出力電圧振幅
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

2.4 入力ノイズ

図 2-27:  周波数に対する入力ノイズ電圧密度

図 2-28:  0.1 Hz ～ 10 Hz の電圧ノイズ

図 2-29:  周波数に対する THD + N 

図 2-30:  振幅に対する THD + N 
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

2.5 時間応答

図 2-31:  微弱信号の非反転パルス応答 

図 2-32:  微弱信号の反転パルス応答 

図 2-33:  大信号の非反転パルス応答 

図 2-34:  大信号の反転パルス応答 

図 2-35:  入力電圧が VDD を超えても MCP6486/6R/6U/7/9
                 は位相反転しない事を示すグラフ 

図 2-36:  入力電圧に対するスルーレート 
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MCP6486/6R/6U/7/9
Note: 特に明記しない限り以下の条件を適用 :
TA= +25 ℃、VDD = +1.8 ～ +5.5 V、VSS= GND、VCM = VDD/4、VOUT = VDD/2、VL = VDD/2、
RL = 10 k (VL に対して )、CL = 30 pF

図 2-37:  起動時間

図 2-38:  負荷容量に対するオーバーシュート
               ( ゲイン = +1)
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MCP6486/6R/6U/7/9
3.0 ピンの説明

ピン機能の一覧を表 3-1、表 3-2、表 3-3 に示します。

表 3-1:   ピン割り当て表 - 1 回路入りデバイス

MCP6486 MCP6486R MCP6486U
シンボル 概要

5 ピン SC70、SOT-23 5 ピン SOT-23 5 ピン SC70、SOT-23
1 1 4 VOUT アナログ出力 
2 5 2 VSS 負極性電源

3 3 1 VIN+ 非反転入力 
4 4 3 VIN- 反転入力 
5 2 5 VDD 正極性電源

表 3-2:   ピン割り当て表 - 2 回路入りデバイス

MCP6487
シンボル 概要

8 ピン MSOP、SOIC
1 VOUTA アナログ出力 ( オペアンプ A)
2 VINA- 反転入力 ( オペアンプ A)
3 VINA+ 非反転入力 ( オペアンプ A)
4 VSS 負極性電源

5 VINB+ 非反転入力 ( オペアンプ B)
6 VINB- 反転入力 ( オペアンプ B)
7 VOUTB アナログ出力 ( オペアンプ B)
8 VDD 正極性電源

表 3-3:   ピン割り当て表 - 4 回路入りデバイス

MCP6489
シンボル 概要

14 ピン TSSOP、SOIC
1 VOUTA アナログ出力 ( オペアンプ A)
2 VINA- 反転入力 ( オペアンプ A)
3 VINA+ 非反転入力 ( オペアンプ A)
4 VDD 正極性電源

5 VINB+ 非反転入力 ( オペアンプ B)
6 VINB- 反転入力 ( オペアンプ B)
7 VOUTB アナログ出力 ( オペアンプ B)
8 VOUTC アナログ出力 ( オペアンプ C)
9 VINC- 反転入力 ( オペアンプ C)
10 VINC+ 非反転入力 ( オペアンプ C)
11 VSS 負極性電源

12 VIND+ 非反転入力 ( オペアンプ D)
13 VIND- 反転入力 ( オペアンプ D)
14 VOUTD アナログ出力 ( オペアンプ D)
 2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries  DS20006679B_JP - p. 13



MCP6486/6R/6U/7/9
3.1 アナログ出力

アナログ出力ピン (VOUTx) は低インピーダンス電圧源
です。 

3.2 アナログ入力

非反転および反転入力 (VINx+、VINx-) は、低バイアス
電流の高インピーダンス CMOS 入力です。

3.3 電源ピン (VSS、VDD)
正極性電源電圧 (VDD)のレンジは 1.8～ 5.5 Vです (負
極性電源電圧 VSS を基準とする )。通常動作時のその
他のピンの電圧レンジは VSS ～ VDD です。 
通常、本デバイスは単電源 ( 正極性 ) 構成で使います。
その場合、VSS をグランドに接続し、VDD を電源に接
続します。VDD にはバイパス コンデンサが必要です。
DS20006679B_JP - p. 14   2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries



MCP6486/6R/6U/7/9
4.0 応用のための情報

MCP6486/6R/6U/7/9 はユニティゲインで安定動作し、
様々なアプリケーションに幅広く使えます。

4.1 レールツーレール入力

4.1.1 位相反転

MCP6486/6R/6U/7/9 は、入力ピン電圧が電源電圧を超
えても位相反転が生じないように設計されています
( 図 2-35 参照 )。

4.1.2 入力電圧の制限

オペアンプの損傷や不適正動作を防ぐため、入力ピン
電圧を回路で制限する必要があります (1.1「絶対最大
定格 †」参照 )。 
入力における静電気放電 (ESD) 保護の概略を図 4-1 に
示します。入力トランジスタを大部分の過電圧条件
( 全てではない ) から保護すると共に、入力バイアス電
流 (IB) を最小限に抑えるために、このような構造を採
用しています。

図 4-1:  アナログ入力 ESD 保護の概略図

入力ESDダイオードは、入力がVSSに対してダイオー
ド 1 段分より低くなると入力をクランプします。また、
VDD を大きく上回る電圧もクランプしますが、これら
のダイオードの降伏電圧は十分に高いため特性に影響
を与えません。VDD + 0.5 V での入力電流および VSS
を下回る場合の入力電流規定は 5 mA (typ.) 未満です。
入力 ESD ダイオードは、仕様条件を満たす非常に短
時間の ESD イベントを制限し、これにより発生する
損傷を防ぐようにします。

4.1.3 入力電流の制限

アンプの損傷や不適正動作を防ぐため、入力ピン電流
を回路で制限する必要があります (1.1「絶対最大定格
†」参照 )。 
図 4-2 に、入力保護回路の一例を示します。抵抗 R1 と
R2 により、ESD ダイオードを通して入力ピンと VDD
または VSS の間に流れる電流を制限します。

図 4-2:  アナログ入力の保護
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4.1.4 標準的な動作

MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプの入力段は、2 つの差
動入力段を並列に使っています。一方は低いコモン
モード入力電圧 (VCM) で動作し、他方は高い VCM で動
作します。このような回路構成により、本オペアンプは
VSS - 300 mV ～ VDD+ 300 mV の VCM で動作します。
適正動作を保証する入力オフセット電圧は VCM = VSS
- 0.3 V ～ VDD + 0.3 V の範囲で得られます。 
 VCM が約 VDD - 0.9 V の時に入力段が切り換わります
( 図 2-3 と図 2-4 参照 )。歪み特性とゲイン直線性 ( 非
反転ゲイン)を良好に保つ必要がある場合、これらレー
ル近傍の領域での動作は避ける必要があります。

4.2 レールツーレール出力

MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプの出力電圧レンジは
0.003～5.496 V (typ.)です (条件 : RL = 10 kをVDD/2
に接続、VDD = 5.5 V)。詳細は図 2-16 と図 2-17 を参
照してください。

4.3 起動

MCP6486/6R/6U/7/9 ファミリのデバイスは、電源
(VDD) の初期投入時 ( 起動時 ) に出力を高速に制御し
ます。起動挙動を試験する際は、突入電流を最小限に
抑えるためにバイパス コンデンサを取り外していま
す ( 図 4-3 参照 )。電源投入直後は出力はオフ状態であ
り、高いインピーダンスを示します。電源投入から
VOUT が入力正弦波に追従し始めるまでの時間を起動
時間 (tSTART) とします ( 図 4-4 参照 )。

図 4-3:  起動試験の回路

図 4-4 に、MCP6487 の起動時の入力電圧 ( 青 ) と出力
電圧 ( 赤 ) を示します。電源投入後、最初に MCP6487
の出力はターンオフし ( 図 4-4 内の A)、出力は負荷に
よって駆動されます。2.3 µs (typ.) 後に出力はターン
オンし ( 図 4-4 内の B)、VOUT は入力正弦波に追従し
ます。

図 4-4:  起動試験の波形

4.4 容量性負荷

大きな容量性負荷を駆動すると、電圧帰還オペアンプ
の安定性に問題が生じる可能性があります。負荷容量
が増えるにつれて帰還ループの位相マージンが減少
し、閉ループ帯域幅が低下します。これにより周波数
応答にゲインのピークが生じ、ステップ応答にオー
バーシュートとリンギングが発生します。ユニティゲ
イン バッファ(G = +1 V/V)が容量性負荷に対して最も
敏感ですが、異なるゲインであっても同様の一般的挙
動を示します。

MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプで大きな容量性負荷
を駆動する場合、出力に値の小さな直列抵抗 ( 図 4-5
内の RISO) を取り付けて出力負荷を抵抗性にする事に
より、高周波数での帰還ループの位相マージン ( 安定
性 ) を改善できます。代わりに直列抵抗と容量性負荷
との組み合わせにより帯域幅が低下します。

図 4-5:  容量性負荷が大きい場合の出力抵抗 RISO に
             よる安定性の改善

4.5 電源バイパス

良好な高周波性能を得るため、MCP6486/6R/6U/7/9 オ
ペアンプの電源ピン (単電源のVDD)にはローカルなバ
イパス コンデンサ (0.01～ 0.1µF)を 2 mm以内の距離
で取り付ける必要があります。低速の大電流を供給す
るには、100 mm 以内の距離にバルクコンデンサ (1 µF
以上 ) も必要です。このバルクコンデンサは他のアナ
ログデバイスと共有できます。
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MCP6486/6R/6U/7/9
4.6 プリント基板の表面リーク電流

入力バイアス電流を低く抑える事が重要となるアプリ
ケーションでは、プリント基板 (PCB) の表面リーク電
流の影響を考慮する必要があります。表面リーク電流
は湿気やほこり等の汚れによって発生します。低湿度
条件における隣接トレース間の抵抗は、一般的に
1012程度です。この場合、5 V の電圧差によって 5 pA
の電流が流れ、これは MCP6486/6R/6U/7/9 ファミリ
のバイアス電流 (+25 ℃で ±1 pA、typ.) を上回ります。

表面リーク電流を低減するには、敏感なピン ( または
トレース ) の周囲にガードリングを設ける方法が最も
容易です。この場合、ガードリングを敏感なピンと同
電位にバイアスします。図 4-6 に、ガードリングのレ
イアウト例を示します。

図 4-6:  反転ゲイン用ガードリングのレイアウト例

1. 非反転ゲインおよびユニティゲイン バッファ
の場合:
a) プリント基板に接触しないジャンパ線を使っ

て、非反転ピン(VIN+)を入力に接続します。

b) ガードリングは反転入力ピン(VIN-)に接続
します。これにより、ガードリングをコモン
モード入力電圧までバイアスします。

2. 反転ゲインおよびトランス インピーダンス ゲイ
ンアンプ(光検出器等、電流を電圧に変換)の場合:
a) ガードリングは非反転入力ピン(VIN-)に接

続します。これにより、ガードリングをオペ
アンプと同じ参照電圧(例: VDD/2またはグ
ランド)までバイアスします。

b) プリント基板に接触しないジャンパ線を使っ
て、反転ピン(VIN-)を入力に接続します。

4.7 未使用オペアンプ

2 回路入りパッケージ (MCP6487) または 4 回路入り
パッケージ (MCP6489) では、一部のオペアンプを使
わない場合があります。そのような場合、未使用のオ
ペアンプを図 4-7 のように構成する必要があります。
これらの回路は、出力のトグリングとクロストークの
発生を防ぎます。図中左側の回路 (A) は、オペアンプ
のノイズゲインを最小限に抑えます。抵抗分圧器は、
オペアンプの出力電圧レンジ内で必要な参照電圧を生
成します。オペアンプはこの参照電圧をバッファリン
グします。右側の回路 (B) の場合、部品点数を最少化
できます。

図 4-7:  未使用オペアンプ

4.8 EMI 除去比 (EMIRR) の定義

電磁干渉 (EMI) とは、電磁誘導または外部干渉源から
の電磁放射によって電気回路に影響を及ぼす外乱の事
です。

EMI 除去比 (EMIRR) はオペアンプの EMI 耐性を表す
パラメータです。この値は、RF 干渉信号がオペアン
プの性能に与える影響を定量的に示します。本オペア
ンプはパッシブフィルタを内蔵するため、従来品に比
べて EMIRR が向上しています。適切にプリント基板
をレイアウトする事により、EMC 性能は向上します。

EMIRR は式 4-1 により定義されます。

式 4-1:

Guard Ring VIN– VIN+ VSS

¼ MCP6489 (A) ¼ MCP6489 (B)

R1

R2

V
REF

V
DD

R2
R
1

R
2

+=

VREF

VDD

VDD

VDD

EMIRR dB  20 log
VRF
VOS
--------------
 
 
 

=

VRF =  RF 干渉信号のピーク振幅 (VPK)

VOS = 入力オフセット電圧シフト (V)
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4.9 応用回路

4.9.1 多重帰還型ローパスフィルタ

MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプはアクティブ フィル
タ アプリケーションで使えます。図 4-8 に、アンチエ
イリアシング フィルタとして使用可能な反転3次多重
帰還型ローパスフィルタを示します。

図 4-8:  多重帰還型ローパスフィルタ

4.9.2 フォトダイオード アンプ

図 4-9 に、高精度に光量検出を行うために光電流検出
モードでバイアスされたフォトダイオードのインター
フェース回路を示します。抵抗 R は、ダイオードの光
電流 ID を電圧 VOUT に変換します。コンデンサ C は、
帯域幅を制限するために ( またはダイオードの静電容
量に対して回路を安定させるために ) 使います。

図 4-9:  フォトダイオード アンプ

VOUT

MCP6486

R1
VIN

C1

R2

R3
C3

+

-
VDD/2

R4

C4

VOUT

MCP6486

R

C

+

-
VDD/2

light
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5.0 設計支援

Microchip 社は、MCP6486/6R/6U/7/9 オペアンプ ファ
ミリ向けの基本設計ツールを提供しています。

5.1 MAPS (Microchip Advanced 
Part Selector)

MAPSを使うと、お客様の回路要件を満たすMicrochip社
製デバイスを簡単に検索できます。このツールは
Microchip 社のウェブページ
(www.microchip.com/maps) から無償で入手できま
す。MAPS はアナログ、メモリ、MCU、DSC を含む
Microchip 社の全製品を対象とするデバイス選択ツー
ルです。このツールを使うと、デバイスのリストを並
べ換える事や、パラメータを指定してデバイスを検索
する事ができます。また、選択したデバイスを横並び
の一覧にした比較用レポートをエクスポートする事も
できます。Microchip 社製品のデータシート、購入サ
イト、関連情報への便利なリンクも利用できます。

5.2 アナログ デモ / 評価用ボード

お客様の開発期間の短縮を支援するため、Microchip 社は
アナログデモ /評価用ボードを豊富に提供しています。こ
れらのボードの一覧と関連ユーザガイドおよび技術情報
は、Microchip 社ウェブサイト
(www.microchipdirect.com)でご覧になれます。

特に以下のボードを推奨します。

• MCP6XXX アンプ評価用ボード 2
( 製品番号 : DS51668)

• MCP6XXX アンプ評価用ボード 3 
( 製品番号 : DS51673)

• 8 ピン SOIC/MSOP/TSSOP/DIP 評価用ボード
( 製品番号 : SOIC8EV)

• 5/6 ピン SOT-23 評価用ボード
( 製品番号 : VSUPEV2)

• 14 ピン SOIC/MSOP/TSSOP/DIP 評価用ボード
( 製品番号 : SOIC14EV)

5.3 アプリケーション ノート

補足資料として、Microchip 社が提供する以下のアナ
ログ デザインノートとアプリケーションノートを推
奨します。これらは Microchip 社のウェブサイト
(www.microchip.com/appnotes) から入手できます。

• ADN003 – Select the Right Operational Amplifier 
for your Filtering Circuits、 DS21821

• AN722 – オペアンプ トポロジと DC 仕様、
DS00722

• AN723 – オペアンプのAC仕様とアプリケーション、
DS00723

• AN884 – オペアンプによる容量性負荷の駆動、
DS00884

• AN990 – アナログセンサ用コンディショニング
回路の概要、DS00990

• AN1177 – オペアンプを使用したデザインの精度
: DC 誤差 、DS01177

• AN1228 – オペアンプを使用したデザインの精度
: ランダム ノイズ 、DS01228

• AN1258 – オペアンプを使用したデザインの精度
:  PCB のレイアウト テクニック、 DS01258

これらのアプリケーション ノートとその他の資料の
一覧は、以下の設計ガイドに掲載されています。

•『Signal Chain Design Guide』(DS21825)
 2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries  DS20006679B_JP - p. 19
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6.0 パッケージ情報

6.1 パッケージのマーキング情報

5ピンSC70 (MCP6486/6U) 例: 

XXNN HA74デバイス マーキング

MCP6486 HANN
MCP6486U HBNN

Note: 5 ピン SC-70 に適用

凡例 : XX...X お客様固有情報
Y 年コード ( 西暦の下 1 桁 )
YY 年コード ( 西暦の下 2 桁 )
WW 週コード (1 月 1 日の週を「01」とする )
NNN 英数字のトレーサビリティ コード
  つや消し錫 (Sn) の使用を示す鉛フリー JEDEC マーク
   * このパッケージは鉛フリーです。鉛フリー JEDC マーク (            )

は外箱に表記しています。

Note: Microchip 社の製品番号が 1 行に収まりきらない場合は複数行を使います。
その場合、お客様固有情報に使える文字数が制限されます。

3e

3e

5ピンSOT-23 (MCP6486/6U/6R) 例: 

デバイス マーキング

MCP6486 AAD1
MCP6486U AAD2
MCP6486R AAD3

Note: 5 ピン SOT-23 に適用

AAD12
31256
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パッケージのマーキング情報 ( 続き )

14-Lead TSSOP (MCP6489) Example:

14-Lead SOIC (150 mil) (MCP6489) Example:

XXXXXXX

YYWWNNN

XXXXXX
YYWW

NNN

6489ST
0432

256

XXXXXXX
MCP6489ESL

0432256

Example:

OR

OR

MCP6489
0746256

6489STE
0432

256

E/SL^ 3̂e

8-Lead MSOP

XXXXX
YWWNNN

Example:

6487E
432256

8-Lead SOIC (150 mil) (MCP6487)

XXXXXXXX
XXXXYYWW

NNN

MCP6487E
2023
256

SN
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0.15 C

0.15 C

0.10 C A B

C
SEATING

PLANE

13

4

2X

TOP VIEW

SIDE VIEW

Microchip Technology Drawing  C04-061-LT Rev E Sheet 1 of 2

2X

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (LT)  [SC70]

D

EE1

e

e

5X b

0.30 C
5X TIPS

END VIEW

B

A

N

A

A1

A2

L

c

NOTE 1
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Microchip Technology Drawing  C04-061-LT Rev E Sheet 2 of 2

Number of Pins

Overall Height

Terminal Width

Overall Width

Terminal Length

Molded Package Width

Molded Package Thickness

Pitch

Standoff

Units
Dimension Limits

A1
A

b
E1

A2

e

L

E

N
0.65 BSC

0.10
0.15

0.80
0.00

-
0.20

1.25 BSC

-
-

2.10 BSC

MILLIMETERS
MIN NOM

5

0.46
0.40

1.10
0.10

MAX

c -0.08 0.26

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Lead Thickness

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (LT)  [SC70]

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Overall Length D 2.00 BSC
0.80 - 1.00

1.
Notes:

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
2. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or

protrusions shall not exceed 0.15mm per side.
3. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Microchip Technology Drawing No. C04-2061-LT Rev E

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (LT)  [SC70]

12

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Dimension Limits
Units

CContact Pad Spacing
Contact Pad Width

Contact Pitch

X

MILLIMETERS

0.65 BSC
MIN

E
MAX

Distance Between Pads
Contact Pad Length

G
Y 0.95

GxDistance Between Pads 0.20

NOM

0.45
2.20

1.25

X

Y

E

C

Gx

G

3

4 5

SILK SCREEN
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0.25 C A–B D

C
SEATING

PLANE

TOP VIEW

SIDE VIEW

VIEW A–A

0.10 C

0.10 C

Microchip Technology Drawing No. C04-057-SN Rev H Sheet 1 of 2

8X

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

1 2

N

h

h

A1

A2A

A

B

e

D

E

E
2

E1
2

E1

NOTE 5

NOTE 5

NX b

0.10 C A–B
2X

H

 

c

 2

4X 1

4X 1
(L1)

L

R1

R

VIEW C

SEE VIEW C

NOTE 1

D

0.10 C A–B
2X

0.10 C A–B
2X
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Microchip Technology Drawing No. C04-057-SN Rev H Sheet 2 of 2

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

protrusions shall not exceed 0.15mm per side.
3. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions.  Mold flash or

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1. Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
2. § Significant Characteristic

4. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Notes:

5. Datums A & B to be determined at Datum H.

Foot Angle 0° – 8°

8°–0°Lead Angle

0.51–0.31bLead Width
0.25–0.17cLead Thickness

1.27–0.40LFoot Length
0.50–0.25hChamfer (Optional)

4.90 BSCDOverall Length
3.90 BSCE1Molded Package Width
6.00 BSCEOverall Width

0.25–0.10A1Standoff
-–1.25A2Molded Package Thickness

1.75––AOverall Height
1.27 BSCePitch

8NNumber of Pins
MAXNOMMINDimension Limits

MILLIMETERSUnits

§

Footprint L1 1.04 REF

Mold Draft Angle 5° – 15°1
2

––0.07R1Lead Bend Radius
––0.07RLead Bend Radius
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Microchip Technology Drawing C04-2057-SN Rev H

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Dimension Limits
Units

CContact Pad Spacing
Contact Pitch

MILLIMETERS

1.27 BSC
MIN

E
MAX

5.40

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y1
X1

1.55
0.60

NOM

E

X1

C

Y1

SILK SCREEN

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]
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TOP VIEW

VIEW A–A

SIDE VIEW

Note:
http://www.microchip.com/packaging
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at

8-Lead Plastic Micro Small Outline Package (MS) - 3x3 mm Body  [MSOP]

Microchip Technology Drawing C04-111-MS Rev F

A

B

0.25 C
2X 4 TIPS

0.25 C A-B D

A

A

0.20 H
2X

0.20 H

1 2

N

SEE DETAIL B

NOTE 1

C

0.10 C

H

8X

8X b

e

D
D
2

E
2

E

E1
2

E1

A A2

A1

SEATING
PLANE

2X

Sheet 1 of 2

D
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For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:

1.
2.

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.

Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Sheet 2 of 2

C

SEATING
PLANE

H

Number of Terminals

Overall Height

Terminal Width

Overall Width

Terminal Length

Molded Package Width

Molded Package Thickness

Pitch

Standoff

Units
Dimension Limits

A1
A

b
E1

A2

e

L

E

N
0.65 BSC

0.85

0.40

0.22

–
0.00

–

0.60

–
–

MILLIMETERS
MIN NOM

8

0.80

0.40

1.10
0.15

MAX

L1 0.95 REFFootprint

Overall Length D 3.00 BSC

Terminal Thickness c 0.08 – 0.23

R
R1

1

–0.07 –Lead Bend Radius
–0.07 –Lead Bend Radius
–0° 8°Foot Angle
–5° 15°Mold Draft Angle

0.75 0.95

4.90 BSC
3.00 BSC

DETAIL B

c

4X 1

4X 1

L
(L1)

R

R1

3.

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or
protrusions shall not exceed 0.15mm per side.

8-Lead Plastic Micro Small Outline Package (MS) - 3x3 mm Body  [MSOP]

Microchip Technology Drawing C04-111-MS Rev F
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Dimension Limits
Units

Contact Pitch

MILLIMETERS

0.65 BSC
MIN

E
MAX

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y
X

1.45
0.45

NOM

CContact Pad Spacing 4.40

Contact Pad to Contact Pad (X4) G1 2.95

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

E

C

Contact Pad to Contact Pad (X6) GX 0.20

X

Y

G1

GX

SILK SCREEN

8-Lead Plastic Micro Small Outline Package (MS) - 3x3 mm Body  [MSOP]

Microchip Technology Drawing C04-2111-MS Rev F
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Microchip Technology Drawing No. C04-065-SL Rev D Sheet 1 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

14-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC]

0.20 C

0.25 C A–B D

1 2

N

2X N/2 TIPS

TOP VIEW

SIDE VIEW

VIEW A–A

A

e

B

E

D

E
2

D

E1

E2
2

NX b

A1

A2AC
SEATING

PLANE

0.10 C
14X

0.10 C A–B

0.10 C D

c

hh

H

SEE VIEW C

(L1)
L

R0.13
R0.13

VIEW C

NOTE 1 3

0.10 C

NOTE 5

NOTE 5

2X

2X
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Microchip Technology Drawing No. C04-065-SL Rev D Sheet 2 of 2

14-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC]

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Foot Angle 0° - 8°

15°-5°Mold Draft Angle Bottom
15°-5°Mold Draft Angle Top
0.51-0.31bLead Width
0.25-0.10cLead Thickness

1.04 REFL1Footprint

0.50-0.25hChamfer (Optional)
8.65 BSCDOverall Length
3.90 BSCE1Molded Package Width
6.00 BSCEOverall Width

0.25-0.10A1Standoff
--1.25A2Molded Package Thickness

1.75--AOverall Height
1.27 BSCePitch

14NNumber of Pins
MAXNOMMINDimension Limits

MILLIMETERSUnits

Foot Length L 0.40 - 1.27

§

or protrusion, which shall not exceed 0.25 mm per side.

3.

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1.
2.

4.

Notes:

Dimension D does not include mold flash, protrusions or gate burrs, which shall

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
§ Significant Characteristic

Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

not exceed 0.15 mm per end.  Dimension E1 does not include interlead flash

5. Datums A & B to be determined at Datum H.

Lead Angle 0° - -
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Dimension Limits
Units

Contact Pitch

MILLIMETERS

1.27 BSC
MIN

E
MAX

Contact Pad Length (X14)
Contact Pad Width (X14)

Y
X

1.55
0.60

NOM

CContact Pad Spacing 5.40

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

E

X

Y

C

SILK SCREEN

Microchip Technology Drawing No. C04-2065-SL Rev D

14-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC]

1 2

14
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TOP VIEW

VIEW A–A

SIDE VIEW

Sheet 1 of 2

Note:
http://www.microchip.com/packaging
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at

14-Lead Thin Shrink Small Outline Package [ST] – 4.4 mm Body [TSSOP]

Microchip Technology Drawing C04-087 Rev E

A B

C
SEATING

PLANE

0.20 C B A
2X 7 TIPS

0.10 C
14X

0.10 C B A

A

A

1 2

N

SEE DETAIL B

D

E

E
2

E1

E1
2

e

AA2

A114X b
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For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:

1.
2.

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Sheet 2 of 2

H

DETAIL B

c

1L
(L1)

( 3)

( 2)

R1

R2

Number of Terminals

Overall Height

Terminal Width

Overall Width

Terminal Length

Molded Package Width

Molded Package Thickness

Pitch

Standoff

Units
Dimension Limits

A1
A

b
E1

A2

e

L

E

N
0.65 BSC

1.00

0.45

0.19

–
0.05

–

0.60

–
–

MILLIMETERS
MIN NOM

14

0.75

0.30

1.20
0.15

MAX

L1 1.00 REFFootprint

Overall Length D 5.00

Terminal Thickness c 0.09 – 0.20

R1
R2

1

–0.09 –Lead Bend Radius
–0.09 –Lead Bend Radius
–0° 8°Foot Angle

2 12° REFMold Draft Angle

0.80 1.05

3 12° REFMold Draft Angle

6.40 BSC
4.40

–
–

–
–

4.30 4.50

4.90 5.10

14-Lead Thin Shrink Small Outline Package [ST] – 4.4 mm Body [TSSOP]

Microchip Technology Drawing C04-087 Rev E
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Dimension Limits
Units

Contact Pitch

MILLIMETERS

0.65 BSC
MIN

E
MAX

Contact Pad Length (Xnn)
Contact Pad Width (Xnn)

Y
X

1.45
0.45

NOM

CContact Pad Spacing 5.90

Contact Pad to Contact Pad (Xnn) G 0.20

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

C

X

Y

G

E

SILK SCREEN

14-Lead Thin Shrink Small Outline Package [ST] – 4.4 mm Body [TSSOP]

Microchip Technology Drawing C04-2087 Rev E
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NOTE 1 1 2

N

A

A
SEE SHEET 2

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (OT)  [SOT-23]

(DATUM D)

(DATUM A-B)

0.25 C D

0.15 C D
2X

TOP VIEW

SIDE VIEW

Microchip Technology Drawing C04-091-OT Rev H Sheet 1 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

0.20 C

C

SEATING PLANE

A A2

A1

e

NX bB
0.20 C A-B D

e1

D

E1

E1/2

E/2

E

DA

0.20 C 2X
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Microchip Technology Drawing C04-091-OT Rev H Sheet 2 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

c

L

L1

VIEW A-A
SHEET 1

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (OT)  [SOT-23]

protrusions shall not exceed 0.25mm per side.
1.

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.
2.

Foot Angle

Number of Pins
Pitch
Outside lead pitch
Overall Height
Molded Package Thickness
Standoff
Overall Width
Molded Package Width
Overall Length
Foot Length
Footprint

Lead Thickness
Lead Width

Notes:

L1

b
c

Dimension Limits

E
E1
D
L

e1
A
A2
A1

Units

N
e

0°
0.08
0.20 -

-
-

10°
0.26
0.51

MILLIMETERS

0.95 BSC
1.90 BSC

0.30

0.90
0.89

-

0.60 REF

2.90 BSC
-

2.80 BSC
1.60 BSC

-
-

-

MIN
5

NOM

1.45
1.30
0.15

0.60

MAX

REF:  Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or

Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M
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RECOMMENDED LAND PATTERN

5-Lead Plastic Small Outline Transistor (OT)  [SOT-23]

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Microchip Technology Drawing No. C04-2091-OT Rev H

Dimension Limits

Contact Pad Length (X5)

Overall Width

Distance Between Pads

Contact Pad Width (X5)

Contact Pitch
Contact Pad Spacing

3.90

1.10
G

Z

Y
1.70

0.60

MAXMIN

C
X

E

Units
NOM

0.95 BSC
2.80

MILLIMETERS

Distance Between Pads GX 0.35

1

5

X

Y

Z C

E

GX

G

2

SILK SCREEN
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補遺 A:改訂履歴

リビジョン B (2023 年 3 月 )
変更内容は以下の通りです。

• 図 2-8 の表題を訂正しました。

•「製品識別システム」に MCP6489-E/ST と
MCP6489T-E/ST のパッケージ情報を追加しまし
た。

•「製品識別システム ( 車載対応品 )」を追加しまし
た。

リビジョン A (2022 年 5 月 )
• 本書の初版です。
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MCP6486/6R/6U/7/9

製品識別システム

ご注文または製品の価格 / 納期に関しては、弊社または販売代理店までお問い合わせください。

デバイス : MCP6486 オペアンプ 1 回路入り

MCP6486T オペアンプ 1 回路入り ( テープ & リール ) 
(SC-70、SOT-23)

MCP6486RT オペアンプ 1回路入り (テープ&リール ) (SOT-23)
MCP6486UT オペアンプ 1 回路入り ( テープ & リール ) 

(SC-70、SOT-23)
MCP6487 オペアンプ 2 回路入り

MCP6487T オペアンプ 2 回路入り

( テープ & リール ) (SOIC、MSOP)
MCP6489 オペアンプ 4 回路入り

MCP6489T オペアンプ 4 回路入り

( テープ & リール ) (TSSOP、SOIC)

温度レンジ : E = -40 ～ +125 ℃

パッケージ :  LT = Plastic Package (SC-70)、5 ピン (MCP6486 のみ )
OT = Plastic Small Outline transistor (SOT-23)、5 ピン、

(MCP6486 のみ )
SN = Plastic Small Outline、(3.90 mm)、8 ピン (MCP6487)
MS= Plastic MSOP、8 ピン (MCP6487 のみ )
ST =   Plastic Thin Shrink Small Outline (4.4 mm)、14 ピン

(MCP6489 のみ )
SL = Plastic Small Outline、(3.90 mm)、14 ピン (MCP6489 のみ )

クラス : 空欄    = 車載非対応

VAO   =   車載対応

製品番号 -X /XX

パッケージ温度
レンジ

デバイス

例 :
a) MCP6486T-E/LT: テープ&リール、

拡張温度レンジ、

5 ピン SC-70 パッケージ

b) MCP6486T-E/OT: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

c) MCP6486RT-E/OT: テープ & リール、 
拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

d) MCP6486UT-E/LT: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

5 ピン SC-70 パッケージ

e) MCP6486UT-E/OT: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

a) MCP6487-E/SN: 拡張温度レンジ、

8 ピン SOIC パッケージ

b) MCP6487-E/MS: 拡張温度レンジ、

8 ピン MSOP パッケージ

c) MCP6487T-E/SN: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

8 ピン SOIC パッケージ

d) MCP6487T-E/MS: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

8 ピン MSOP パッケージ

a) MCP6489-E/ST: 拡張温度レンジ、

14ピンTSSOPパッケージ

b) MCP6489-E/SL: 拡張温度レンジ、

14 ピン SOIC パッケージ

c) MCP6489T-E/ST: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

14ピンTSSOPパッケージ

d) MCP6489T-E/SL: テープ & リール、

拡張温度レンジ、

14 ピン SOIC パッケージ

テープ&リール
オプション

クラス

Note 1: テープ＆リールの識別情報はカタログの製品番号説明にのみ

記載しています。これらは製品の注文時に使う識別情報であ

り、デバイスのパッケージには印刷していません。テープ＆

リールが選択できるパッケージの在庫 / 供給状況は、Microchip
社正規代理店にお問い合わせください。

2: 車載対応品は AEC-Q100 認定済みです ( グレード 1)。

X(1) XXX(2)
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製品識別システム ( 車載対応品 )
ご注文や製品の価格、納期につきましては正規代理店にお問い合わせください。

デバイス : MCP6486 オペアンプ 1 回路入り

MCP6486T オペアンプ 1 回路入り ( テープ & リール ) 
(SC-70、SOT-23)

MCP6486RT オペアンプ 1回路入り (テープ&リール ) (SOT-23)
MCP6486UT オペアンプ 1 回路入り ( テープ & リール ) 

(SC-70、SOT-23)
MCP6487 オペアンプ 2 回路入り

MCP6487T オペアンプ 2 回路入り

( テープ & リール ) (SOIC、MSOP)
MCP6489 オペアンプ 4 回路入り

MCP6489T オペアンプ 4 回路入り

( テープ & リール ) (TSSOP、SOIC)

温度レンジ : E = -40 ～ +125 ℃

パッケージ : LT = Plastic Package (SC-70)、5 ピン (MCP6486 のみ )
OT = Plastic Small Outline transistor (SOT-23)、5 ピン、

(MCP6486 のみ )
SN = Plastic Small Outline、(3.90 mm)、8 ピン (MCP6487)
MS = Plastic MSOP、8 ピン (MCP6487 のみ )
ST = Plastic Thin Shrink Small Outline、(4.4 mm), 14 ピン

(MCP6489 のみ )
SL = Plastic Small Outline、(3.90 mm)、14 ピン (MCP6489 のみ )

クラス : 空欄  = 車載非対応

VAO  = 車載対応

製品番号 -X /XX

パッケージ温度
レンジ

デバイス

例 :
a) MCP6486T-E/LTVAO: テープ&リール、

車載対応、

拡張温度レンジ、

5 ピン SC-70 パッケージ

b) MCP6486T-E/OTVAO:テープ & リール、

車載対応、

拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

c) MCP6486UT-E/OTVAO:テープ & リール、 
車載対応、

拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

d) MCP6486UT-E/LTVAO:テープ & リール、

車載対応、

拡張温度レンジ、

5 ピン SC-70 パッケージ

e) MCP6486UT-E/OTVAO:テープ & リール、

車載対応、

拡張温度レンジ、

5 ピン SOT-23 パッケージ

a) MCP6487-E/SNVAO: 車載対応、

拡張温度レンジ、

8 ピン SOIC パッケージ

b) MCP6487-E/MSVAO: 車載対応、

拡張温度レンジ、

8 ピン MSOP パッケージ

c) MCP6487T-E/SNVAO:テープ & リール、 
車載対応、

拡張温度レンジ、

8 ピン SOIC パッケージ

d) MCP6487T-E/MSVAO:テープ & リール、 
車載対応、

拡張温度レンジ、

8 ピン MSOP パッケージ

a) MCP6489-E/STVAO: 車載対応、

拡張温度レンジ、

14ピンTSSOPパッケージ

b) MCP6489-E/SLVAO: 車載対応、

拡張温度レンジ、

14 ピン SOIC パッケージ

c) MCP6489T-E/STVAO:テープ & リール、 
車載対応、

拡張温度レンジ、

14ピンTSSOPパッケージ

d) MCP6489T-E/SLVAO:テープ & リール、

車載対応、

拡張温度レンジ、

14 ピン SOIC パッケージ

テープ&リール
オプション

クラス

Note 1: テープ＆リールの識別情報はカタログの製品番号説明にのみ

記載しています。これらは製品の注文時に使う識別情報であ

り、デバイスのパッケージには印刷していません。テープ＆

リールが選択できるパッケージの在庫 / 供給状況は、Microchip
社正規代理店にお問い合わせください。

2: 車載対応品は AEC-Q100 認定済みです ( グレード 1)。

X(1) XXX(2)
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Microchip 社製品のコード保護機能について以下の点にご注意ください。

• Microchip社製品は、該当するMicrochip社データシートに記載の仕様を満たしています。

• Microchip社では、通常の条件ならびに仕様に従って使った場合、Microchip社製品のセキュリティ レベルは、現在市場に流

通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。

• Microchip社はその知的財産権を重視し、積極的に保護しています。Microchip社製品のコード保護機能の侵害は固く禁じら

れており、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。

• Microchip社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コード保

護機能とは、Microchip社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。コード保護機能は常に進歩していま
本書および本書に記載されている情報は、Microchip 社製品を

設計、テスト、お客様のアプリケーションと統合する目的を

含め、Microchip 社製品に対してのみ使用する事ができます。

それ以外の方法でこの情報を使用する事はこれらの条項に違

反します。デバイス アプリケーションの情報は、ユーザの便

宜のためにのみ提供されるものであり、更新によって変更と

なる事があります。お客様のアプリケーションが仕様を満た

す事を保証する責任は、お客様にあります。その他のサポー

トについては、弊社または代理店にお問い合わせになるか、
https://www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-s
upport-services をご覧ください。

Microchip 社は本書の情報を「現状のまま」で提供しています。

Microchip 社は明示的、暗黙的、書面、口頭、法定のいずれで

あるかを問わず、本書に記載されている情報に関して、非侵

害性、商品性、特定目的への適合性の暗黙的保証、または状

態、品質、性能に関する保証をはじめとするいかなる類の表

明も保証も行いません。

いかなる場合も Microchip 社は、本情報またはその使用に関連

する間接的、特殊的、懲罰的、偶発的または必然的損失、損

害、費用、経費のいかんにかかわらず、また Microchip 社がそ

のような損害が生じる可能性について報告を受けていた場合

あるいは損害が予測可能であった場合でも、一切の責任を負

いません。法律で認められる最大限の範囲を適用しようとも、

本情報またはその使用に関連する一切の申し立てに対する

Microchip 社の責任限度額は、使用者が当該情報に関連して

Microchip 社に直接支払った額を超えません。 

Microchip 社の明示的な書面による承認なしに、生命維持装置

あるいは生命安全用途にMicrochip社の製品を使用する事は全

て購入者のリスクとし、また購入者はこれによって発生した

あらゆる損害、クレーム、訴訟、費用に関して、Microchip 社

は擁護され、免責され、損害をうけない事に同意するものと

します。特に明記しない場合、暗黙的あるいは明示的を問わ

ず、Microchip 社が知的財産権を保有しているライセンスは一

切譲渡されません。
 2024 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries

Microchip 社の品質管理システムについては
www.microchip.com/quality をご覧ください。
商標

Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、Adaptec、AVR、AVR
ロゴ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、CryptoMemory、CryptoRF、
dsPIC、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、
LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、
Microsemi、Microsemi ロゴ、MOST、MOST ロゴ、MPLAB、
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